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DRIVING THE FUTURE
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3 Elektronikfertigung, Aufbau- und
Verbindungstechnik, Systemintegration

3.1 Elektrische Verbindungstechnik
3.1.1 Flip Chip

3.1.2  Sonstige Verbindungstechniken
3.2 Laminierung

3.3 Systemintegration

34 Hybride Systeme (Polytronik)

4 Inspektions- und Testsysteme
4.1 Elektrische Charakterisierung
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5.6.3  Anorganische Photovoltaikzellen
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Drucksensoren
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Batterien

Komponenten fiir hybride Systeme
Sonstige Bauelemente

Anwendungen
TFT Backplanes
Displays

Sensoren
Intelligente Systeme
RFID

Solarzellen
Intelligente Textilien
Lautsprecher
Beleuchtung
Sonstige Anwendungen

Dienstleistungen und Services
Consulting

F&E Férderprogrammmanagement
F&E/Forschung & Entwicklung
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Auftragsfertigung

Kapital- und Risikobeteiligungsformen
Fachvereinigungen und -verbande
Fachbiicher, Fachzeitschriften,
Fachverlage

Sonstige Dienstleistungen
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